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(57)【要約】
【課題】この発明は、構成簡易にして、熱伝達効率の向
上を図り得るようして、小型で、且つ、高効率な熱交換
特性を実現することにある。
【解決手段】冷却液が供給配管１３及び排出配管１４を
介して循環供給される熱交換部１０を、管路１０３及び
バイパス管路１０４で形成し、この熱交換部１０の管路
１０３及びバイパス管路１０４に対してペルチェ素子１
７を熱的に結合させて配置すると共に、このペルチェ素
子１７と熱的に結合させて放熱フィン１８を配置し、ペ
ルチェ素子１７を駆動制御して放熱フィン１８と熱交換
部１０の管路１０３及びバイパス管路１０４との間の熱
伝達特性を制御することにより、熱交換部１０の管路１
０３及びバイパス管路１０４に循環供給される冷却液の
熱交換を行うように構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却液が循環供給される冷却配管と、
　この冷却配管の中間部に配置され、該冷却配管からの冷却液が循環される管路で形成さ
れた熱交換部と、
　この熱交換部の管路に対して熱的に結合されて配置されるペルチェ素子と、
　このペルチェ素子を挟んで前記熱交換部の管路に対向配置され、前記ペルチェ素子を介
して前記熱交換部の管路と熱的に結合される放熱フィンと、
　前記ペルチェ素子を駆動制御して、前記放熱フィンと前記熱交換部との間の熱移送特性
を制御すると共に、前記冷却配管に冷却液を循環供給する駆動制御手段と、
　を具備することを特徴とする熱交換器。
【請求項２】
　前記熱交換部は、略平行に複数の管路が配列されることを特徴とする請求項１記載の熱
交換器。
【請求項３】
　前記熱交換部は、複数個が並設されて配置されることを特徴とする請求項１又は２記載
の熱交換器。
【請求項４】
　前記ペルチェ素子は、熱伝導絶縁ベースに設けた電極にＮ型及びＰ型半導体を直列に配
線接続して形成され、前記熱伝導絶縁ベースを介して前記熱交換部の管路及び放熱フィン
と熱的に結合されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか記載の熱交換器。
【請求項５】
　前記放熱フィンに風を送風する送風ファンを備えることを特徴とする請求項１乃至５の
いずれか記載の熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば電子部品の冷却システム等に用いられる冷却液を循環供給して熱制
御する熱交換器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、流通管を通過する流体であるジュース等の飲料の冷却、又は温度調整を行う手
段としては、熱電素子であるペルチェ素子を用いた熱交換器構成の温度調整装置が知られ
ている。
【０００３】
　このような温度調整装置は、ペルチェ素子を基板上に配列したペルチェ素子モジュール
を形成して、このペルチェ素子モジュールを、蓄熱剤を介在して流通管が挿通された冷却
部を構成する流通部材と熱的に結合し、このペルチェ素子モジュール及び蓄熱剤を利用し
て流通部材内に挿通された流通管を通る流体の冷却又は温度調整を行うように構成したも
のが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　即ち、この温度調整装置は、ペルチェ素子モジュールの駆動による熱量を、一旦、蓄熱
剤に蓄熱し、又は流通部材内に挿通された流通管内を通る飲料に伝達することにより、該
飲料の冷却又は温度調節が行われる。
【０００５】
　また、このようなペルチェ素子には、その他、例えばペルチェ素子であるサーモモジュ
ール素子の冷却面に対して放熱器の冷却板が熱的に結合されて配され、このサーモモジュ
ール素子の発熱面に放熱器のフィン付発熱板が熱的に結合される。そして、この冷却板に
は、電子部品に熱結合された複数のヒートパイプが取付板を用いて配管接続されて熱的に
結合され、電子部品の熱が、ヒートパイプ及び取付板を介して冷却板に一括して熱移送さ
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れると、その熱が、サーモモジュール素子を介してフィン付発熱板に熱移送されて放熱さ
れ、電子部品の熱制御を行うようにした冷却装置に適用されたものも知られている（例え
ば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００２－１３８５９号公報
【特許文献２】実公昭６１－４１２４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１で提案される温度調整装置では、ペルチェ素子モジュー
ルを、流通管の挿通された流通部材に対して直接的あるいは蓄熱剤を介して被覆して配置
し、このペルチェ素子モジュール及び蓄熱剤を用いて流通管内に移送される流体の温度調
整を行う構成上、その温度調節能力を高めるために、ペルチェ素子モジュールの熱伝達量
の向上を図ると、大きな伝達面積が必要となることで、装置が大形となるという不都合を
有する。
【０００７】
　また、上記特許文献２で提案される冷却装置では、同様にサーモモジュール素子を、ヒ
ートパイプが配管接続された冷却板に熱的に結合して冷却を行う構成上、その冷却能力を
高めるために、サーモモジュール素子の熱伝達量の向上を図ると、大きな伝達面積が必要
となることで、大形となるという不都合を有する。
【０００８】
　この発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、構成簡易にして、熱伝達効率の向上
を図り得るようして、小型で、且つ、高効率な熱交換特性を実現した熱交換器を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、冷却液が循環供給される冷却配管と、この冷却配管の中間部に配置され、
該冷却配管からの冷却液が循環される管路で形成された熱交換部と、この熱交換部の管路
に対して熱的に結合されて配置されるペルチェ素子と、このペルチェ素子を挟んで前記熱
交換部の管路に対向配置され、前記ペルチェ素子を介して前記熱交換部の管路と熱的に結
合される放熱フィンと、前記ペルチェ素子を駆動制御して、前記放熱フィンと前記熱交換
部との間の熱移送特性を制御すると共に、前記冷却配管に冷却液を循環供給する駆動制御
手段とを備えて熱交換器を構成した。
【００１０】
　上記構成によれば、熱交換部は、その管路に対して冷却配管からの冷媒液が供給される
と、その管路に導かれた冷却液の熱がペルチェ素子により直接的に吸収されて、このペル
チェ素子から放熱フィンに直接的に熱移送されて放熱され、その管路内の冷却液の熱交換
が行われる。これにより、ペルチェ素子と熱交換部及び放熱フィンとの間の熱伝達特性の
高効率化が実現され、小型化を確保したうえで、熱交換特性の高効率化を図ることが可能
となる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上述べたように、この発明によれば、構成簡易にして、熱伝達効率の向上を図り得る
ようして、小型で、且つ、高効率な熱交換特性を実現した熱交換器を提供することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　図１は、この発明の一実施の形態に係る熱交換器を示すもので、この発明の特徴とする
熱交換部１０の液供給口１０１には、例えば電子部品等の冷却対象１１の搭載される冷却
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プレート１２の液出口が、冷却配管を構成するアルミニウム、銅等の金属材料で形成され
た供給配管１３を介して連結される。そして、この熱交換部１０の液排出口１０２には、
冷却配管を構成するアルミニウム、銅等の金属材料で形成された戻り配管１４の一端が連
結され、この戻り配管１４の他端は、循環ポンプ１５を介して上記冷却プレート１２の液
入口に連結される。
【００１４】
　この循環ポンプ１５には、駆動制御部１６が接続され、この駆動制御部１６を介して選
択的に駆動制御される。そして、循環ポンプ１６は、その駆動により、冷却水等の冷却液
を、上記戻り配管１４、冷却プレート１２、供給配管１３及び熱交換部１０に循環供給す
る。
【００１５】
　上記熱交換部１０は、例えば図２に示すようにアルミニウム、銅等の金属材料で形成さ
れた管路１０３をリング状である矩形状に配管接続して形成され、この管路１０３の対向
する両辺には、その略中央部に上記液供給口１０１及び液排出口１０２が設けられる。こ
の液供給口１０１及び液排出口１０２には、上記供給配管１３及び戻り配管１４が配管接
続される。この管路１０の液供給口１０１及び液排出口１０２を形成する両辺間には、複
数、例えば６本のアルミニウム、銅等の金属材料で形成されたバイパス管路１０４が略平
行に所定の間隔を有して架設されて配管接続される。
【００１６】
　そして、熱交換部１０は、その液供給口１０１に供給配管１３から冷却液が供給される
と、管路１０３及びバイパス管路１０４に循環されて、その液排出口１０２から戻り配管
１４に排出される。
【００１７】
　また、熱交換部１０には、その平行に配置された管路１０２及びバイパス管路１０４の
対向する管壁部位（管路１０３の一方側管壁、及びバイパス管路１０４の管軸を挟んだ両
管壁）に、詳細を後述するペルチェ素子１７がそれぞれ熱的に結合されて配置される。そ
して、この管路１０３及びバイパス管路１０４の管壁に熱的に結合されて対向されるペル
チェ素子１７間には、アルミニウム、銅等の金属材料で形成された放熱フィン１８が介在
されてそれぞれ熱的に結合される。この放熱フィン１８は、例えばバイパス管路１０４の
管軸方向に略直交して配列される。
【００１８】
　上記ペルチェ素子１７は、例えば図３に示すようにアルミナ、窒化アルミナ等の熱伝導
特性が優れ、且つ、電気絶縁性に優れた材料製の２枚の熱伝導絶縁ベース１７１，１７１
に複数の電極１７２，１７２が、周知のプリント手法等により上記管路１０３及びバイパ
ス管路１０４の管壁に沿うように直線状に配置形成され、この２枚の熱伝導絶縁ベース１
７１，１７１の電極１７２，１７２間にＰ型及びＮ型半導体１７３，１７４が半田接続さ
れて挟装配置される。そして、この２枚の熱伝導絶縁ベース１７１，１７１は、上記管路
１０３及びバイパス管路１０４の管壁と、放熱フィン１８に直接的に熱的に結合されて配
置される。
【００１９】
　また、ペルチェ素子１７には、上記駆動制御部１６が接続され、この駆動制御部１６を
介して駆動制御される。このペルチェ素子１７は、駆動制御部１６により、その電極１７
２，１７２間に電圧が印加されると、Ｐ型及びＮ型半導体１７３，１７４が駆動されて、
熱交換部１０の管路１０３及びバイパス管路１０４内の冷却液の熱を吸収して放熱フィン
１８に熱移送する。
【００２０】
　なお、このペルチェ素子１７を構成する熱伝導絶縁ベース１７１，１７１は、そのＰ型
及びＮ型半導体１７３，１７４により所定の間隔に位置決め配置することなく、その他、
例えば図示しない支持構造物を用いて位置決め配置するようにしてもよい。また、ペルチ
ェ素子１７としては、そのＰ型及びＮ型半導体１７３，１７４を、その熱伝導絶縁ベース
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１７１，１７１に複数列、並列して配置するようにしてもよい。
【００２１】
　上記熱交換部１０には、その管路１０３及びバイパス管路１０４に対向して、例えば送
風ファン１９が配置される。この送風ファン１９には、上記駆動制御部１６が接続され、
この駆動制御部１６を介して駆動されると、熱交換部１０の管路１０３及びバイパス管路
１０４にペルチェ素子１７を介して熱的に結合された放熱フィン１８に向けて（図３中紙
面方向）送風して放熱フィン１８を強制空冷し、その放熱特性を促進する。
【００２２】
　上記構成において、冷却対象１１が発熱されると、冷却プレート１２は、冷却対象１１
の熱を受熱して、内蔵された冷却液が加熱される。ここで、駆動制御部１６は、例えば図
示しない温度センサの検出信号に基づいて循環ポンプ１５を駆動制御し、加熱された冷却
液を供給配管１３を経由して熱交換部１０の液供給口１０１から管路１０３及びバイパス
管路１０４内に循環供給する。
【００２３】
　同時に、駆動制御部１６は、ペルチェ素子１７を駆動制御すると共に、送風ファン１９
を駆動制御する。すると、ペルチェ素子１７は、熱交換部１０の管路１０３及びバイパス
管路１０４に導かれた冷却液の熱を、その管壁から直接的に吸収して放熱フィン１８に熱
移送する。
【００２４】
　ここで、放熱フィン１８は、送風ファン１９から送風されていることで、ペルチェ素子
１７から熱移送された熱が強制的に外部に放熱される。これにより、熱交換部１０の液供
給口１０１から管路１０３及びバイパス管路１０４に導かれた冷却液は、冷却されて、そ
の液排出口１０２から戻り配管１４を経由して上記冷却プレート１２に導かれ、再び、冷
却対象１１の熱を奪って供給配管１３を経由して上記熱交換部１０の液供給口１０１に循
環供給され、同様に熱交換が行われる。
【００２５】
　このように、上記熱交換器は、冷却液が供給配管１３及び排出配管１４を介して循環供
給される熱交換部１０を、管路１０３及びバイパス管路１０４で形成し、この熱交換部１
０の管路１０３及びバイパス管路１０４に対してペルチェ素子１７を熱的に結合させて配
置すると共に、このペルチェ素子１７と熱的に結合させて放熱フィン１８を配置し、ペル
チェ素子１７を駆動制御して放熱フィン１８と熱交換部１０の管路１０３及びバイパス管
路１０４との間の熱伝達特性を制御することにより、熱交換部１０の管路１０３及びバイ
パス管路１０４に循環供給される冷却液の熱交換を行うように構成した。
【００２６】
　これによれば、熱交換部１０は、供給配管１３からの冷媒液が、その液供給口１０１に
供給されると、その管路１０３及びバイパス管路１０４に循環され、その液排出口１０２
から戻り配管１４に排出される。ここで、管路１０３及びバイパス管路１０４内の冷却液
の熱は、直接的にペルチェ素子１７に吸収されて、このペルチェ素子１０７から放熱フィ
ン１８に直接的に熱移送されて放熱され、その管路１０３及びバイパス管路１０４内の冷
却液の熱交換が行われる。
【００２７】
　この結果、ペルチェ素子１７と熱交換部１０及び放熱フィン１８との間の熱伝達特性の
高効率化が実現され、小型化を確保したうえで、熱交換特性の高効率化を図ることができ
る。
【００２８】
　そして、このように熱交換部１０を、冷却対象１１の搭載される冷却プレート１２から
分離配置したうえで、高効率な熱制御を実現することが可能となることにより、冷却対象
１１の周囲部における部品実装密度の向上が図れるため、その設計の自由度を得ることが
できる。
【００２９】
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　また、上記６本のバイパス管路１０４を矩形状の管路１０３内に所定の間隔を有して略
平行に架設して配管接続した熱交換部１０は、複数個、例えば図４に示すように３個を並
設して配置し、それぞれを、上記供給配管１３及び戻り配管１４に接続するように構成し
てもよい。このように熱交換部１０を複数個、並設配置することにより、さらに、熱交換
量の増加を図ることが可能となるため、多様な熱交換システムに適用することが可能とな
る。
【００３０】
　なお、この発明は、上記実施の形態に限ることなく、その他、例えば図５及び図６に示
す熱交換部２０，２１を上記供給配管１３及び戻り配管１４の間に配管接続するように構
成してよく、同様に有効な効果が期待される。但し、この図５及び図６の説明においては
、便宜上、上記図１乃至３と同一部分について、同一符号を付して、その詳細な説明を省
略する。
【００３１】
　図５の熱交換部２０は、管路２０１を略矩形状に形成して、この管路２０１の対向する
両辺には、上記供給配管１３及び戻り配管１４に配管接続される液供給口２０２及び液排
出口２０３が、その一方端側と他方端側に互い違い状に配置されて設けられる。そして、
この液供給口２０２及び液排出口２０３の設けられた両辺間には、複数、例えば３本のバ
イパス管路２０４が所定の間隔を有して略平行に架設されて配管接続される。
【００３２】
　また、平行に配置された管路２０１及びバイパス管路２０４の対向する管壁部位（管路
２０１の一方側管壁、及びバイパス管路２０４の管軸を挟んだ両管壁）には、上記ペルチ
ェ素子１７がそれぞれ熱的に結合されて配置される。そして、この管路２０１及びバイパ
ス管路２０４の管壁に熱的に結合されて対向配置されるペルチェ素子１７間には、上記放
熱フィン１８が介在されてそれぞれ熱的に結合される。
【００３３】
　上記熱交換部２０の液供給口２０２及び液排出口２０３には、上記供給配管１３及び戻
り配管１４が接続される。そして、熱交換部２０は、その液供給口２０２に供給配管１３
から冷却液が供給されると、管路２０１及びバイパス管路２０４に循環されて、その液排
出口２０３から戻り配管１４に排出される。
【００３４】
　図６の熱交換部３０は、一端に液供給口３０１を設け、他端に液排出口３０２を設けた
管路３０４の中間部に、例えば４箇所の折返し部３０３が所定の間隔を有して形成される
。この管路３０４の折返し部３０３の対向する内壁側には、その管壁に上記ペルチェ素子
１７がそれぞれ沿わせて配置されて熱的に結合される。そして、この管壁に熱的に結合さ
れて対向配置されるペルチェ素子１７間には、上記放熱フィン１８が介在されてそれぞれ
熱的に結合される。
【００３５】
　上記熱交換部３０の液供給口３０１及び液排出口３０２には、上記供給配管１３及び戻
り配管１４が接続される。そして、熱交換部３０は、その液供給口３０１に供給配管１３
から冷却液が供給されると、管路３０４の折返し部３０３に順に循環されて、その液排出
口３０２ら戻り配管１４に排出される。
【００３６】
　なお、これら図５及び図６に示す熱交換部２０，３０においても、その放熱フィン１８
に対向して上記送風ファン１９を配し、この送風ファン１９から放熱フィン１８に送風す
るように構成することにより、さらに、有効な効果が期待される。
【００３７】
　また、上記図５及び図６に示す熱交換部２０，３０は、例えば複数個を並設して配置し
、これら複数個の熱交換部２０，３０を、それぞれ上記供給配管１３及び戻り配管１４に
配管接続して冷却液を循環供給するように配置構成してもよい。
【００３８】
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　さらに、熱交換部１０，２０，３０の管路構成としては、上記各実施の形態で説明した
管路構成に限ることなく、その他、各種の管路構成が可能で、同様に有効な効果が期待さ
れる。
【００３９】
　また、上記実施の形態では、電子機器の冷却に適用した場合について説明したが、これ
に限ることなく、その他、水冷式の冷却構造等の各種の熱交換システムにおいても適用可
能で、同様の効果が期待される。
【００４０】
　よって、この発明は、上記実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記実施の形態
には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合
せにより種々の発明が抽出され得る。
【００４１】
　例えば実施の形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が
解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている効果が
得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】この発明の一実施の形態に係る熱交換器を適用した熱制御システムの概略構成を
示した図である。
【図２】図１の熱交換部を取出して示した図である。
【図３】図１の熱交換部の要部を拡大して示した図である。
【図４】図１の熱交換器の他の実施例を示した図である。
【図５】この発明の他の実施の形態に係る熱交換器の要部を示した図である。
【図６】この発明の他の実施の形態に係る熱交換器の要部を示した図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０…熱交換部、１０１…液供給口、１０２…液排出口、１０３…管路、１０４…バイ
パス管路、１１…冷却対象、１２…冷却プレート、１３…供給配管、１４…戻り配管、１
５…循環ポンプ、１６…駆動制御部、１７…ペルチェ素子、１７１…熱伝導絶縁ベース、
１７２…電極、１７３…Ｐ型半導体、１７４…Ｎ型半導体、１８…放熱フィン、１９…送
風ファン、２０…熱交換部、２０１…管路、２０２…液供給口、２０３…液排出口、２０
４…バイパス管路、３０…熱交換部、３０１…液供給口、３０２…液排出口、３０３…折
返し部、３０４…管路。



(8) JP 2008-106958 A 2008.5.8

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(9) JP 2008-106958 A 2008.5.8

10

フロントページの続き

(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(72)発明者  藤井　秀紀
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  小川　隆也
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
Ｆターム(参考) 3L044 CA14  EA03  FA02  KA04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

